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***  Chip Features



                  


CAD Tools  ***

CKT name          : (e.g.)cic_08a_silicon_retina (設計名稱)


HSPICE
Technology          : (e.g.)0.6um CMOS 1P3M (使用製程)
   

OPUS
Package            : (e.g.)48 S/B (包裝種類)

Chip Size           : (e.g.)4.0 x 4.0 mm2 (晶片面積；mm2)




Transistor/Gate Count  : (e.g.)4K (電晶體/邏輯閘數)





Power Dissipation     : (e.g.)6mW (功率消耗；mW)





Max. Frequency      : (e.g.)10MHz (最高工作頻率，MHz)





Testing Results        : □function work  □partial work   □ fail

（partial work或fail時請勾選以下之符合原因）

□ Layout佈局考慮不周 (電路佈局不對稱或純粹佈局相關失誤)
· 量測儀器之量測範圍考量不周詳導致無法量測或無考慮量測儀器的負載效應
· 佈局考量不周及缺乏完整的EM驗證 (Both)
· 電路設計考量不周 (Design Rule未仔細閱讀等)
· 未考量製程或bonding的variation
· 後製程失敗
· 其他,請說明：__________________________________________
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